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(57)【要約】
【課題】圧痕の状態を判別する検査およびダミー電極の
位置関係を判別する検査を、同じ検査装置で精度良く実
行できるようにする。
【解決手段】カラー画像用のカメラ１０と、カメラ１０
の光軸に沿って緑色光ＬＧを照射する第１の照明部１２
と、光軸に対して斜めになる方向から赤色光ＬＲを照射
する第２の照明部１３とを用いて、液晶パネルのガラス
基板とＩＣ，ＦＰＣとの接続状態を検査する。異方性導
電膜による接続によってガラス基板の基板側電極に生じ
た圧痕の状態を検査する場合には、カラー画像データの
緑色成分の強度に基づき、圧痕の数および面積の適否を
判別する。また、ダミー電極の位置関係を検査する場合
には、ガラス基板側のダミー電極を表す緑色パターンと
ＩＣ，ＦＰＣ側のダミー電極を表す赤色パターンとを検
出し、これらのパターン間の位置関係の適否を判別する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に電極が形成された透光性を有する基板と、表面に金属製の電極が形成された付属
物とが、各電極を異方性導電膜を介して接続することにより一体化された部位を具備する
ワークを検査対象として、各電極の接続状態を光学的に検査する方法であって、
　カラー画像用の撮像装置と、この撮像装置の撮像対象領域に対し、所定の色彩光を前記
撮像装置の光軸に沿って照射する第１の照明部と、第１の照明部とは異なる色彩光を、撮
像装置の光軸に対して斜めになる方向から撮像対象領域に照射する第２の照明部とを、そ
れぞれ配備し、
　検査対象のワークを、前記基板の付属物が接続された面とは反対側の面を撮像装置に向
けた状態で配置して、撮像対象領域を変更しながら複数回の撮像を実行し、生成されたカ
ラー画像を処理することによって各電極間の接続状態を判別する第１検査と、各電極の位
置合わせ状態を判別する第２検査とを実行し、
　前記第１検査では、前記異方性導電膜を介して各電極が接続されている部位に撮像対象
領域を設定して、少なくとも第１の照明部を点灯した状態で撮像を実行し、生成されたカ
ラー画像を第１の照明部からの色彩光に対応する色彩の強度に基づき処理することによっ
て前記基板側の電極に生じた圧痕の数および大きさの適否を判別し、
　前記第２検査では、各電極中のダミー電極を含む部位に撮像対象領域を設定して、第１
および第２の照明部の双方を点灯して撮像を実行し、生成されたカラー画像中の各照明部
に対応する色彩に基づき各ダミー電極間の位置関係の適否を判別する、
光学的検査方法。
【請求項２】
　前記第１検査では、前記基板の電極形成面よりも付属物側の所定位置に撮像装置の焦点
を合わせた状態で撮像を実行することにより、基板側の電極に生じた圧痕が周囲より明る
くなる画像を生成する、請求項１に記載された光学的検査方法。
【請求項３】
　表面に電極が形成された透光性を有する基板と、表面に金属製の電極が形成された付属
物とが、各電極を異方性導電膜を介して接続することにより一体化された部位を具備する
ワークを検査対象として、各電極の接続状態を光学的に検査する装置であって、
　前記ワークを支持するためのワーク支持手段と、
　前記ワーク支持手段により支持されたワークに受光面を向けて配備されるカラー画像用
の撮像装置と、
　前記撮像装置の撮像対象領域に対し、所定の色彩光を前記撮像装置の光軸に沿って照射
する第１の照明部と、
　第１の照明部とは異なる色彩光を、撮像装置の光軸に対して斜めになる方向から撮像対
象領域に照射する第２の照明部と、
　前記ワークのあらかじめ設定された複数の検査領域が撮像対象領域に順次含まれるよう
に、前記ワーク支持手段により支持されたワークと撮像装置との位置関係を調整する位置
調整手段と、
　前記ワーク支持手段により支持されたワークが前記基板の付属物が接続された面とは反
対側の面を撮像装置に向けた状態になっていることを前提として、ワークと撮像装置との
距離があらかじめ登録された値になるように両者の距離を調整する距離調整手段と、
　前記位置調整手段による位置合わせ後の撮像装置に撮像を行わせ、生成されたカラー画
像を処理することによってワークに対する検査を実行する検査実行手段とを備え、
　前記検査実行手段は、
　少なくとも第１の照明部が点灯している状態での撮像により生成されたカラー画像を第
１の照明部からの色彩光に対応する色彩の強度に基づき処理することによって、前記基板
側の電極に生じた圧痕の数および大きさの適否を判別する第１検査実行手段と、
　第１および第２の照明部の双方が点灯している状態での撮像により生成されたカラー画
像を対象に、その画像中の各照明部に対応する色彩に基づき各電極中のダミー電極間の位
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置関係の適否を判別する第２検査実行手段とが含まれている、光学的検査装置。
【請求項４】
　前記検査実行手段には、前記複数の検査領域について、それぞれ第１検査および第２検
査のいずれを実行するかを定めた設定データを登録するための登録手段と、この登録手段
に登録された設定データに基づき、検査領域毎に第１検査手段または第２検査手段に処理
を行わせる制御手段とが、さらに含まれる、請求項３に記載された光学的検査装置。
【請求項５】
　前記撮像装置は、撮像素子が設けられた本体部に、横手方向に沿って短筒状の光導入部
が連続形成されたレンズ部を一体に設けて構成され、
　前記第１の照明部は、前記光導入部を介してレンズ部に一体に設けられるとともに、レ
ンズ部の本体内の光導入部に対向する位置にハーフミラーが、先端位置に対物レンズが、
それぞれ設けられており、
　前記第２の照明部は、前記レンズ部の本体の先端部に連結され、この連結部を囲むよう
に、前記第１の照明部とは異なる色彩光を前記撮像装置の光軸に対して斜めになる方向に
出射する光出射面が形成されている、請求項４または５に記載された光学的検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、異方性導電膜（ＡＣＦ（Anisotropic Conductive Film））を介して接続
される電極を対象に、これらの電極間の接続状態を光学的に検査する方法および装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　異方性導電膜は、微小な導電性粒子を含む粘着層が塗布されたフィルム材であって、は
んだ付けが困難な部位を接続するのに用いられる。たとえば、液晶モジュールの製作にお
いて、液晶パネルを構成するガラス基板に、駆動用の回路が組み込まれたＩＣや、ＩＣに
信号を中継するためのフレキシブルプリント基板（Flexible printed circuit ；以下「
ＦＰＣ」と略す。）を接続する場合に、異方性導電膜が用いられる。
【０００３】
　液晶パネルは、ＩＴＯ膜や、クロム、アルミニウムなどの金属による薄膜状の電極パタ
ーン（以下、「基板側電極」という。）が形成された２枚のガラス基板を、液晶層や配向
膜などを挟んで一体にした構成のもので、一方のガラス基板に、ＩＣやＦＰＣが接続され
る。
　図９は、液晶パネルの全体像を、ＩＣおよびＦＰＣが接続された面とは反対側の面を正
面にして表したものである。図中、５０は、ＩＣやＦＰＣが接続されたガラス基板である
。このガラス基板５０は、図示しないもう一方のガラス基板より若干大きく、基板同士が
重ね合わせられる範囲より外側（ガラス基板５０の周縁部）に、複数のＩＣ６０が接続さ
れている。また、このガラス基板５０の周縁部の一辺に沿うようにして、ＦＰＣ７０が接
続される。
【０００４】
　ＩＣ６０には、「バンプ」と呼ばれる突起状の電極が形成され、ＦＰＣ７０にも、接続
用の電極パターンが形成される。バンプやＦＰＣ７０の電極パターンは、メッキなどにお
ける主要成分に金が使用された金属製の電極である。これらの電極は、いずれも異方性導
電膜を介してガラス基板５０側の基板側電極に接続される。
【０００５】
　図１０は、図９のＡ－Ａ線に沿う断面を前面とした拡大斜視図により、上記のガラス基
板５０とＩＣ６０およびＦＰＣ７０との接続状態を示したものである。この図では、電極
パターンを網点のパターンで明示している。そのうちの５１は、基板側電極であり、７１
はＦＰＣ７０の電極パターン（以下、単に「電極」という。）である。ＩＣ６０のバンプ
は図示されていないが、基板側電極５１の下方に存在する。
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【０００６】
　ＩＣ６０やＦＰＣ７０の電極は、それぞれ異方性導電膜８５を介してガラス基板５０の
対応する基板側電極５１に重なるように位置合わせされる。この位置合わせが完了した段
階で熱圧着処理を行うことにより、ＩＣ６０やＦＰＣ７０はガラス基板５０に接着され、
対向関係にある電極は、これらの間に挟まれた導電性粒子によって電気的に接続された状
態となる。一方、隣り合う電極間は、異方性導電膜の粘着層によって絶縁された状態にな
る。
【０００７】
　上記のようにして製作された液晶パネルの電極間の接続状態を光学的に検査する装置と
して、導電性粒子の圧着によって基板側電極に生じた微小隆起（以下、「圧痕」という。
）を微分干渉顕微鏡を用いて検出する装置が開発されている（特許文献１，２参照）。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－２６９９３４号公報
【特許文献２】特開２００６－１８６１７９号公報
【０００９】
　微分干渉方式の光学系は、ノマルスキープリズム等によって、偏波面が直交し、位相に
ずれのある２つの偏光を生成し、これらの偏光を検査対象物（ワーク）に照射した後に、
ワークで反射またはワークを透過した各偏光を、再びノマルスキープリズムを用いて１つ
の光に合成するものである。合成前の各光には、ワークからプリズムまでの距離に応じた
位相差が生じているので、各光を合成すると、その位相差に応じた干渉が生じる。したが
って、ワークからプリズムまでの距離が変わると、位相差も変化し、これに伴い、合成後
の光の明るさも変化する。
【００１０】
　特許文献１，２には、上記の微分干渉方式の光学系（カメラを含む。）を用いて、ガラ
ス基板を電極の形成面とは反対側の面から撮像し、生成された画像を用いて圧痕の数や形
状を計測することにより、接続状態の適否を判別することが記載されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　異方性導電膜による電極間の接続状態を精度良く判別するには、圧痕の数だけでなく、
圧痕の大きさを認識する必要がある。電極間の接続を安定させるには、導電性粒子を十分
に圧迫して潰れた状態にする必要があるからである。
【００１２】
　しかし、微分干渉方式の光学系により生成される画像は、位相差の微小な違いを反映し
たものであるため、コントラストが小さく、ノイズと圧痕とを画像処理により正確に区別
するのは困難である。また、偏光フィルタやプリズムなど多数の部品が必要で光学系が複
雑になるため、コストがかかるという問題もある。
【００１３】
　また液晶パネルのガラス基板、ＩＣ、ＦＰＣには、それぞれ各電極が正しく位置合わせ
されているかどうかを確認するためにダミー電極が設けられているが、これらのダミー電
極の位置関係を、圧痕を対象にした検査と同じ照明を用いて確認するのは困難である。た
とえば、基板側電極は鏡面反射性が高いので、撮像装置の光軸に沿う方向からの照明（い
わゆる同軸照明）を行うことによって、十分な量の反射光を撮像装置に入射させることが
できるが、ＩＣやＦＰＣの電極は、一般にメッキされた面が粗面となり、拡散反射が生じ
やすいため、同軸照明では、十分な量の反射光を撮像装置に入射させるのは困難である。
　また同軸照明によって、金属製のダミー電極から撮像装置にある程度の反射光を入射さ
せることができたとしても、画像の明暗の差のみで透明のダミー電極と金属製のダミー電
極とを見分けるのは困難であり、検査の精度を確保できないおそれがある。
【００１４】
　上記した特許文献２には、微分干渉光学系を用いた検査装置により、圧痕に関する検査
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とダミー電極に関する検査を実行することが記載されている（段落００３５，図１参照。
）が、上記のような問題については、何も記載されていない。
【００１５】
　この発明は上記の問題に着目してなされたもので、異方性導線膜による接続部位につい
て、基板側電極に生じた圧痕が明瞭になる画像を生成するとともに、反射特性の異なる２
種類の電極がいずれも明瞭になり、かつ両者を容易に区別できるような画像を生成し、圧
痕の状態を判別する検査およびダミー電極の位置関係を判別する検査を、同じ検査装置で
精度良く実行できるようにすることを、目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この発明による方法および装置では、表面に電極が形成された透光性を有する基板（た
とえば液晶パネルのガラス基板）と、表面に金属製の電極が形成された付属物（たとえば
駆動用のＩＣやＦＰＣ）とが、各電極を異方性導電膜を介して接続することにより一体化
された部位を具備するワークを検査対象とする。
【００１７】
　光学的検査方法では、カラー画像用の撮像装置と、この撮像装置の撮像対象領域に対し
、所定の色彩光を撮像装置の光軸に沿って照射する第１の照明部と、第１の照明部とは異
なる色彩光を、撮像装置の光軸に対して斜めになる方向から撮像対象領域に照射する第２
の照明部とを、それぞれ配備し、検査対象のワークを、基板の付属物が接続された面とは
反対側の面を撮像装置に向けた状態で配置して、撮像対象領域を変更しながら複数回の撮
像を実行し、生成されたカラー画像を処理することによって各電極間の接続状態を判別す
る第１検査と、各電極の位置合わせ状態を判別する第２検査とを実行する。
【００１８】
　第１検査では、異方性導電膜を介して各電極が接続されている部位に撮像対象領域を設
定して、少なくとも第１の照明部を点灯した状態で撮像を実行し、生成されたカラー画像
を第１の照明部からの色彩光に対応する色彩の強度に基づき処理することによって基板側
の電極に生じた圧痕の数および大きさの適否を判別する。一方、第２検査では、各電極中
のダミー電極を含む部位に撮像対象領域を設定して、第１および第２の照明部の双方を点
灯して撮像を実行し、生成されたカラー画像中の各照明部に対応する色彩に基づき各ダミ
ー電極間の位置関係の適否を判別する。
【００１９】
　上記の方法によれば、基板側電極に生じる圧痕を対象とする第１検査では、撮像装置の
光軸に沿って照明光が照射されるので、基板側電極で正反射した光の殆どを撮像装置に導
くことが可能になる。また、撮像装置の焦点位置を調整することによって、基板側電極に
生じた圧痕が周囲より明るい画像または暗い画像として明瞭に現れた画像を生成すること
ができるので、第１検査を精度良く実行することが可能になる。
【００２０】
　つぎに、ダミー電極間の位置関係の適否を判別する第２検査では、基板側のダミー電極
からは、第１照明部からの光に対する強い正反射光が撮像装置に入射するので、このダミ
ー電極について、第１照明部からの色彩光に対応する色彩が強められた画像を生成するこ
とができる。一方、付属物の金属製のダミー電極では、その表面が粗面になるため、第２
照明部からの照明光に対する拡散反射光の一部を撮像装置に入射させることができる。よ
って、金属製のダミー電極については、第２照明部からの色彩光に対応する色彩が強めら
れた画像を生成することができるから、各ダミー電極をそれぞれの色彩に基づいて区別す
ることができる。これにより第２検査も精度良く実行することが可能になる。
【００２１】
　光学的検査方法の好ましい態様では、第１検査において、基板の電極形成面よりも付属
物側の所定位置に撮像装置の焦点を合わせた状態で撮像を実行することにより、基板側の
電極に生じた圧痕が周囲より明るくなる画像を生成する。
　このように、圧痕が周囲より明るくなるように焦点位置を調整することによって、基板
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等に付着したゴミ（ゴミは、通常、光を遮るため、周囲より暗い画像になる。）との区別
が容易になる。
【００２２】
　上記の方法が適用された光学的検査装置は、ワークを支持するためのワーク支持手段と
、ワーク支持手段により支持されたワークに受光面を向けて配備されるカラー画像用の撮
像装置と、撮像装置の撮像対象領域に対し、所定の色彩光を撮像装置の光軸に沿って照射
する第１の照明部と、第１の照明部とは異なる色彩光を、撮像装置の光軸に対して斜めに
なる方向から撮像対象領域に照射する第２の照明部と、ワークのあらかじめ設定された複
数の検査領域が撮像対象領域に順次含まれるように、ワーク支持手段により支持されたワ
ークと撮像装置との位置関係を調整する位置調整手段と、ワーク支持手段により支持され
たワークが基板の付属物が接続された面とは反対側の面を撮像装置に向けた状態になって
いることを前提として、ワークと撮像装置との距離があらかじめ登録された値になるよう
に両者の距離を調整する距離調整手段と、位置調整手段による位置合わせ後の撮像装置に
撮像を行わせ、生成されたカラー画像を処理することによってワークに対する検査を実行
する検査実行手段とを具備する。また、検査実行手段には、少なくとも第１の照明部が点
灯している状態での撮像により生成されたカラー画像を第１の照明部からの色彩光に対応
する色彩の強度に基づき処理することによって、基板側の電極に生じた圧痕の数および大
きさの適否を判別する第１検査実行手段と、第１および第２の照明部の双方が点灯してい
る状態での撮像により生成されたカラー画像を対象に、その画像中の各照明部に対応する
色彩に基づき各電極中のダミー電極間の位置関係の適否を判別する第２検査実行手段とが
含まれる。
【００２３】
　上記の検査装置によれば、上記した光学的検査方法と同様の原理に基づき、２種類の検
査を精度良く実行することが可能となる。
【００２４】
　上記装置の好ましい一態様では、検査実行手段には、複数の検査領域について、それぞ
れ第１検査および第２検査のいずれを実行するかを定めた設定データを登録するための登
録手段と、この登録手段に登録された設定データに基づき、検査領域毎に第１検査手段ま
たは第２検査手段に処理を行わせる制御手段とが、さらに含まれる。
【００２５】
　上記の態様によれば、検査領域毎に、登録された設定データに基づいて、第１検査また
は第２検査を自動的に実行することが可能になる。
【００２６】
　さらに好ましい態様の検査装置では、撮像装置は、撮像素子が設けられた本体部に、横
手方向に沿って短筒状の光導入部が連続形成されたレンズ部を一体に設けて構成される。
また第１の照明部は、光導入部を介してレンズ部に一体に設けられるとともに、レンズ部
の本体内の光導入部に対向する位置にハーフミラーが、先端位置に対物レンズが、それぞ
れ設けられる。さらに第２の照明部は、レンズ部の本体の先端部に連結され、この連結部
を囲むように、第１の照明部とは異なる色彩光を撮像装置の光軸に対して斜めになる方向
に出射する光出射面が形成される。
【００２７】
　上記の態様によれば、第１および第２の各照明部からの光をワークに正しく照射でき、
また撮像装置の光軸に沿って進む反射光のみを精度良く集めて撮像素子まで導くことが可
能になる。よって、ノイズが少なく、各電極を表す色彩パターンや圧痕が明瞭な画像を生
成することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　上記の光学的検査方法および検査装置によれば、基板側電極に生じた圧痕がその周囲よ
り明瞭になる画像を生成することができ、また基板側のダミー電極と付属物側の金属製の
ダミー電極とを、それぞれ異なる色彩で表すことができる。よって、圧痕の状態を判別す
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る第１検査、およびダミー電極間の位置関係を判別する第２検査を、同じ検査装置で精度
良く実行することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１は、この発明が適用された光学的検査装置の外観の一例を示す。
　この実施例の光学的検査装置１００（以下、単に「検査装置１００」という。）は、液
晶パネルを対象に、その本体部を構成するガラス基板と、このガラス基板に一体に設けら
れた駆動用ＩＣおよびＦＰＣの接続状態の適否を検査するためのものである。
【００３０】
　図中、１０１は、後記する制御処理装置２０などが収納された収納ボックスである。収
納ボックス１０１の前面には扉部１０１ａが設けられ、上面には、作業台１０３や撮像部
１０２が設けられる。
　撮像部１０２は、前面に扉１０２ａを備えた筐体内に、後記する撮像ユニット１Ａ，１
ＢやＸＹステージ１１１などを組み込んだ構成のものである。扉１０２ａには表示部１０
５が設けられ、さらにその下方に、検査対象の液晶パネル（以下、「ワーク」という。）
の搬出入口１０６が設けられる。作業台１０３は、扉１０２ａの下端縁より低くなるよう
に設定され、その上面に、ワーク固定用のエア吸着機構（図示せず。）を具備するワーク
支持面１０７が、撮像部１０２の内部に連なるようにして形成される。またワーク支持面
１０７の横手には、所定数の操作スイッチを含む操作部１０８が配備される。
【００３１】
　検査対象のワークは、先の図９，１０で説明したものと同様の構成のものである。よっ
て、以下の図２～８でもＩＣ、ＦＰＣ、およびこれらが接続されるガラス基板を、それぞ
れ符号６０，７０，５０により示す。また、各構成を区別せずに、ワーク全体を平板状に
して、符号Ｗで表す場合もある。
【００３２】
　また、この実施例のＩＣ６０のバンプ６１（図６，７に示す。）やＦＰＣ７０の電極７
１は、金で構成されている。よって、以下では、これらの電極６１，７１を「金電極」と
呼ぶことで、ガラス基板５０側の基板側電極５１と区別する。
【００３３】
　検査対象のワークＷは、ガラス基板５０の外側面（ＩＣ６０およびＦＰＣ７０が接続さ
れた面とは反対側の面）を上に向けた状態にして、搬出入口１０６より撮像部１０２内に
挿入される。ワーク支持面１０７は、この挿入作業の際のワークＷの位置合わせ、ワーク
Ｗをエア吸着によって支持面に固定する処理、検査が終了して搬出されたワークＷを支持
する目的で使用される。表示部１０５には、１つのワークＷの検査が終了する都度、その
検査の結果が表示される。
【００３４】
　撮像部１０２内の搬出入口１０６に連続する位置には、ＸＹステージ１１１が設けられ
、その上方に、撮像のための光学系が配備される。ＸＹステージ１１１は、搬出入口１０
６から挿入されたワークＷを受け付けて、これを支持しながら、幅方向（Ｘ軸方向）およ
び奥行き方向（Ｙ軸方向）の各方向に沿って移動することにより、ワークＷをあらかじめ
定めた場所に位置合わせする。
【００３５】
　図２は、撮像部１０２に組み込まれる光学系の構成を示す。
　この実施例の撮像部１０２には、２組の撮像ユニット１Ａ，１Ｂが設けられる。これら
の撮像ユニット１Ａ，１Ｂは、撮像倍率が異なることを除けば、構成は同様であるので、
共通する構成を同一の符号で示す。なお、図中、手前の撮像ユニット１Ａの倍率は１０倍
に設定され、後方の撮像ユニット１Ｂの倍率は２倍に設定される。
【００３６】
　各撮像ユニット１Ａ，１Ｂは、カラー撮影用のＣＣＤカメラ１０（以下、単に「カメラ
１０」という。）に、レンズ部１１、照明部１２，１３、および変位センサ１４などを一
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体化した構成のものである。各撮像ユニット１Ａ，１Ｂは、それぞれ上下動機構（図４に
示す。）によって上下に移動可能に支持されている。
【００３７】
　なお、図中、１０ｃはカメラ１０用のケーブルであり、１２ｃは照明部１２用のケーブ
ルである。照明部１３や変位センサ１４のケーブルについては、図示を省略する。
【００３８】
　図３は、撮像ユニット１Ａ，１Ｂの内部構成を示す。
　図示のように、カメラ１０は、光軸を鉛直方向（ワークＷの面の法線方向）に向けて配
備される。このカメラ１０に取り付けられるレンズ部１１は、長筒状の本体部１５の所定
位置に、横手方向に延びる短筒状の光導入部１６を連続形成した形状のものである。本体
部１５の内部には、先端位置に対物レンズ１７が、光導入部１６への連通口に対向する場
所にハーフミラー１８が、それぞれ配備される。また、図示されていないが、光導入部１
６には、開口絞りが内蔵されている。
　なお、各撮像ユニット１Ａ，１Ｂの撮像倍率は、対物レンズ１７によって決定される。
【００３９】
　光導入部１６の先端部には、緑色光ＬＧを発するＬＥＤ（図示せず。）が収納された第
１の照明部１２が、その光出射部を光導入部１６内に臨ませた状態で連結されている。こ
の照明部１２からの緑色光ＬＧは、光導入部１６内の開口絞りによって、１ｍｍ径程度の
光に絞られてハーフミラー１８に到達し、さらに対物レンズ１７に導かれる。この対物レ
ンズ１７を通った光がカメラ１０の光軸に沿う光（同軸照明光）としてワークＷに照射さ
れる。
　なお、光導入部１６の開口絞りの後段には、数種類のレンズが内蔵される場合もある。
【００４０】
　本体部１５の先端部には、第２の照明部１３が連結される。この照明部１３は、上部に
円筒状の開口部（図示せず。）が形成された筐体１３ａ内に、赤色光ＬＲを発するＬＥＤ
（図示せず。）が複数個組み込まれた構成のリング状照明であって、開口部を本体部１５
の先端部に連結することにより、レンズ部１１に一体に設けられる。なお、図３には図示
していないが、変位センサ１４は、照明部１３の筐体１３ａの周面に取り付けられる。
【００４１】
　リング状照明の各ＬＥＤから出射した赤色光ＬＲは、所定角度の広がりを持つ光となっ
て、カメラ１０の光軸に対して斜め方向に出射される（図３中の１９は、赤色光ＬＲの出
射面である。）。これにより、カメラ１０の光軸を囲む全方位からワークＷに対し、カメ
ラ１０の光軸に対して斜め方向に進行する赤色光ＬＲが照射される。
【００４２】
　図４は、上記検査装置１００のブロック図である。なお、この図中、（ユニット１Ａ）
と付した構成は、撮像ユニット１Ａに含まれるものであり、（ユニット１Ｂ）と付した構
成は、撮像ユニット１Ｂに含まれるものである。
【００４３】
　この実施例の検査装置１００は、コンピュータによる制御部２１を含む制御処理装置２
０を具備する。この制御処理装置２０には、各撮像ユニット１Ａ，１Ｂに対応するカメラ
１０、照明部１２，１３、変位センサ１４，上下動機構１１２のほか、前出のＸＹステー
ジ１１１、操作部１０５、表示部１０８、および検査結果を外部に出力するための出力部
１１０などが接続される。
【００４４】
　制御処理装置２０は、制御部２１のほか、プログラムや設定データが格納されたメモリ
２２、各カメラ１０に対応する画像入力部２３Ａ，２３Ｂ、上下動制御部２４、ステージ
制御部２５、照明制御部２６などにより構成される。
【００４５】
　画像入力部２３Ａ，２３Ｂは、それぞれ対応するカメラ１０からの信号を受け付けてデ
ィジタル変換し、変換後の画像データを制御部２１に渡す。
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　上下動制御部２４には、各撮像ユニット１Ａ，１Ｂの変位センサ１４と上下動機構１１
２とが接続される。上下動制御部２４は、変位センサ１４から入力された信号を制御部２
１に伝達する。制御部２１では、伝達された信号を距離データに換算し、その距離と後記
する基準の距離とのずれ量に基づき、上下動機構１１２の動作量を決定する。上下動制御
部２４が制御部２１が決定した動作量に基づき上下動機構１１２を上昇または下降させる
ことにより、カメラ１０およびレンズ部１１から成る撮像装置の焦点が適切な位置に合わ
せられる。
【００４６】
　ステージ制御部２５も、制御部２１からＸ，Ｙの各軸毎の移動量を与えられ、これらの
値に従ってＸＹステージ１１１の動作を制御する。毎時の移動量は、ワークＷのあらかじ
め登録された検査領域がカメラ１０の撮像対象領域に含まれるように調整される。
【００４７】
　照明制御部２６は、第１および第２の各照明部１２，１３の点灯・消灯を制御する。具
体的には、カメラ１０とワークＷとの位置合わせが完了する都度、撮像を行うカメラ１０
と同じ撮像ユニットに属する各照明部１２，１３を同時に点灯し、撮像が終了するまで、
その点灯状態を維持する。
【００４８】
　上記構成の検査装置１００では、ガラス基板５０側の基板側電極５１とＩＣやＦＰＣ側
の金電極とが異方性導電膜を介して接続されている部位を対象に撮像を行って、熱圧着処
理によって基板側電極５１に生じた圧痕の状態を判別する検査（以下、「圧痕検査」とい
う。）を実施する。さらに、各電極中に含まれるダミー電極が位置合わせされている部位
を対象に撮像を行って、金電極が基板側電極５１に対して位置ずれしていないかどうかを
判別する検査（以下、「位置ずれ検査」という。）を実施する。これら２種類の検査の対
象となる検査領域は、検査対象のワークＷのモデルの画像、またはこのワークの設計に用
いられたＣＡＤデータを用いて、検査の種毎に設定される。
【００４９】
　図５は、検査領域の割り付け例を示す。
　この図では、検査対象のワークＷの全体図（紙面の右下の図）の中の領域Ａ，Ｂについ
て拡大図を示すとともに、領域Ａに含まれる領域Ｃを、さらに拡大して示している。
　なお、全体図中に示した十字マーク４１は、ワークＷの位置ずれ修正に用いられるフィ
デューシャルマークである。
【００５０】
　領域Ａは、ＩＣ６０およびＦＰＣ７０が接続されている箇所の一部に対応するもので、
右上の拡大図では、ガラス基板５０側の基板側電極５１とＦＰＣ７０側の金電極７１とを
、それぞれ異なるパターンを用いて示している。ここには、図示していないが、ＦＰＣ７
０の金電極７１は、基板側電極５１の下方に対向する位置まで延びており、異方性導電膜
８５によって基板側電極５１に接続されている（図１０を参照。）。またＩＣ６０の基板
側電極５１に対向する箇所にも、金電極としてバンプ６１が設けられ（図６，７を参照。
）、これが異方性導電膜８５によって基板側電極５１に接続される。
【００５１】
　領域Ｂは、ガラス基板５０およびＦＰＣ７０の各ダミー電極５１ｄ，７１ｄが位置合わ
せされている箇所に相当し、領域Ｃは、ガラス基板５０およびＩＣ６０の各ダミー電極５
１ｄ，６１ｄが位置合わせされている箇所に相当する。領域Ｂ内では、ＦＰＣ７０側のダ
ミー電極７１ｄによるパターン内にガラス電極５０側のダミー電極５１ｄが包含されるよ
うに各電極５１ｄ，７１ｄが位置合わせされる。領域Ｃでは、ガラス電極５０側のダミー
電極５１ｄによるパターン内にＩＣ６０側のダミー電極６１ｄが包含されるように各電極
５１ｄ，６１ｄが位置合わせされる。いずれの位置合わせ部位とも、ダミー電極間には異
方性導電膜８５は介在せず、電気的に遮断された状態になっている。なお、ダミー電極の
位置合わせ部位は領域Ｂ，Ｃに限らず、ＩＣ６０やＦＰＣ７０の角部に対応する箇所毎に
設けられる。
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【００５２】
　この実施例では、ＩＣ６０側の金電極６１（バンプ）や、その接続に用いられる導電性
粒子が微細であることに鑑み、ＩＣ６０の接続部位に対する検査には、光学倍率が１０倍
の撮像ユニット１Ａを使用し、ＦＰＣ７０の接続部位に対する検査には、光学倍率が２倍
の撮像ユニット１Ｂを使用するようにしている。図中、破線で示す矩形領域ｒ１，ｒ２の
うち、小さい方の領域ｒ１は、ＩＣ６０に関する圧痕検査用の検査領域であり、ｒ２は、
ＦＰＣ７０に関する圧痕検査用の検査領域である。
【００５３】
　領域Ｂには、ＦＰＣ７０側の位置ずれ検査のために、領域ｒ２と同じ大きさの検査領域
が設定される。領域Ｃには、ＩＣ６０側の位置ずれ検査のために、領域ｒ１と同じ大きさ
の検査領域が設定される
【００５４】
　制御処理装置２０のメモリ２２には、上記の各検査領域について、それぞれ撮像ユニッ
ト１Ａ，１Ｂのいずれを使用するかや、使用するカメラ１０の視野を検査領域に合わせる
のに必要なＸＹステージ１１１の移動量が登録される。さらに各検査領域について、圧痕
検査および位置ずれ検査のうちのいずれの検査を実行するかや、被検査部位（圧痕または
各ダミー電極）の検出に用いられる２値化しきい値、判定のための基準値などが登録され
る。
【００５５】
　さらに、メモリ２２には、各撮像ユニット１Ａ，１Ｂとガラス基板５０の表面との間の
基準の距離が登録される。この実施例では、ワークＷの検査データの登録時に、撮像ユニ
ット１Ａ，１Ｂ毎に、そのユニットにおいて生成される画像中の基板側電極５１の圧痕の
画像が所望の明るさになるようにユニットの高さを調整し、その調整完了時点での変位セ
ンサ１４による計測値を基準の距離として登録するようにしている。
【００５６】
　制御部２１は　毎時の撮像を行う前に、使用する撮像ユニットの変位センサ１４により
計測された距離を上記の基準の距離と照合することにより、撮像ユニットの位置ずれ量を
求める。また、位置ずれが生じている場合には、それが解消されるように、上下動機構１
１２を動かして撮像ユニット１Ａ，１Ｂの高さを調整する。
【００５７】
　以下、この実施例における検査の原理について説明する。
　上記のように、この実施例では、第１および第２の照明部１２，１３をともに点灯した
状態にして撮像を行うが、各照明部１２，１３からの照明光は、各電極に対し、それぞれ
異なる反射状態を示す。具体例を図６に示す。
【００５８】
　この図６は、ＩＣ６０とガラス基板５０との接続箇所を例に、各照明部１２，１３から
の照明光の反射状態を、電極の種毎に示したものである。図中、左手の（Ａ）（Ｂ）は、
第１の照明部１２からの緑色光ＬＧを対象とし、右手の（Ｃ）（Ｄ）は、第２の照明部１
３からの赤色光ＬＲを対象とする。いずれの照明についても、その照明により強い反射光
をカメラ１０に入射させることができるケースを上段に位置づけている。なお、図中のＰ
はカメラ１０の光軸であり、８０は，異方性導電膜による接着層である。
【００５９】
　第１の照明部１２からの緑色光ＬＧは、カメラ１０の光軸Ｐに沿ってほぼ平行に進む光
としてワークＷに照射される。照射された緑色光ＬＧのうち、基板側電極５１の表面（ガ
ラス基板５０に対向する側の面である。）では、殆どの光が正反射して、照明光とは反対
方向、すなわちカメラ１０に向かう方向に沿って進む（図６の（Ａ）参照。）。この結果
、基板側電極５１からの反射光の大半がカメラ１０に入射する。
【００６０】
　一方、ＩＣ６０の金電極６１に照射された緑色光ＬＧは拡散反射するので、カメラ１０
に入射する反射光の量は、基板側電極５１からの反射光に比べると、はるかに少なくなる
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（図６の（Ｂ）参照。）。
【００６１】
　第２の照明部１３からは、光軸Ｐに対して全方位から、この光軸Ｐに対して斜め方向に
進む赤色光ＬＲが照射される。基板側電極５１の表面に照射された赤色光ＬＲは、殆どが
正反射するので、赤色光ＬＲに対する反射光はカメラ１０には入射しない（図６の（Ｄ）
参照。）。一方、ＩＣ６０の金電極６１の表面に照射された赤色光ＬＲは種々の方向に拡
散反射するので、カメラ１０にも赤色光ＬＲに対する反射光が入射する（図６の（Ｃ）参
照。）。
【００６２】
　このように、ガラス基板５０側の基板側電極５１では、第１の照明部１２からの緑色光
ＬＧに対する反射光がカメラ１０に入射する有力な光となり、ＩＣ６０やＦＰＣ７０の金
電極６１，７１については、第２の照明部１３からの赤色光ＬＲに対する反射光がカメラ
１０に入射する有力な光となる。
【００６３】
　この実施例では、第１，第２の照明部１２，１３を同時に点灯して撮像を行うので、基
板側電極５１と金電極６１（または７１）とが接続されている箇所では、図５の（Ａ）～
（Ｄ）に示した４とおりの反射状態が一斉に生じる。しかし、金電極６１で拡散反射して
カメラ１０に導かれる赤色光よりも、基板側電極５１で正反射してカメラ１０に導かれる
する緑色光の方が圧倒的に大きいので、これらの電極５１，６１が重ね合わせられている
箇所では、赤色光による金電極６１の像は殆ど現れず、基板側電極５１を緑色が強いパタ
ーンとして表すことができる。よって、圧痕検査では、緑色成分Ｇの強度に基づいて、基
板側電極５１や圧痕を検出することが可能になる。
【００６４】
　一方、ガラス基板５０側のダミー電極５１ｄと、ＩＣ６０やＦＰＣ７０のダミー電極ｄ
１ｄ，７１ｄとは、位置合わせが良好であれば重なり合うことはないので、金メッキのダ
ミー電極６１ｄ，７１ｄからカメラ１０に向かう赤色反射光は、透明のダミー電極５１ｄ
からの緑色反射光と競合せずに、カメラ１０の撮像面に到達する。よって、先の領域Ｂ，
Ｃのようなダミー電極の位置合わせ部位を撮像した場合には、金メッキのダミー電極６１
ｄ，７１ｄが赤色で現れ、透明のダミー電極５１ｄが緑色で現れる画像が生成される。
　このように、色彩の違いによってダミー電極の種類を見分けることが可能になるから、
位置ずれ検査においては、各ダミー電極を正しく検出して、位置ずれ量を精度良く求める
ことが可能になる。
【００６５】
　さらにこの実施例では、カメラ１０およびレンズ部１１から成る撮像装置の焦点を調整
することによって、基板側電極５１内の圧痕が周囲より明るく、明瞭に現れた画像を生成
することができる。
【００６６】
　図７は、ガラス基板５０とＩＣ６０との接続部位の断面をさらに拡大した模式図である
。図中、８０は、異方性導電膜８５により形成された接着層であり、８１は導電性粒子で
ある。導電性粒子８１のうち電極５１，６１の間に挟まれて圧迫されたものは、潰れて幅
方向に広がる。また基板側電極５１では、挟み込まれて潰れた導電性粒子８１によって、
圧痕５２が生じる。
【００６７】
　図７のような状態の基板側電極５１に対し、ガラス基板５０と基板側電極５１との境界
位置（図中、点線ｆで示す。）に撮像装置の焦点を合わせると、圧痕５２による凸面がそ
の周囲より暗くなる画像が生成される。
　これに対し、上記の境界位置ｆより下方の所定位置に撮像装置の焦点を合わせると、圧
痕５１による凹凸は不鮮明になり、基板側電極５１が薄い（一般的には数百Å）ことによ
り、照明光が透過するため、導電性粒子８１や金電極６１で反射してカメラ１０に入射し
た光の強度差を反映した画像が生成される。導電性粒子８１の表面には、一般に金よりも
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反射率の高いニッケル層が形成されているため、導電性粒子８１からカメラ１０に入射す
る反射光は、金電極６１からカメラ１０に入射する反射光より強くなると考えられる。よ
って、生成された画像では、導電性粒子８１の方が周囲の金電極６１よりも明るくなるか
ら、その明るい領域を圧痕５１として検出することが可能になる。
【００６８】
　ガラス基板５０の裏面や電極パターン間などにゴミが付着していた場合には、そのゴミ
は画像上では暗い領域として現れる。したがって、圧痕と同様の大きさのゴミが付着して
いる可能性が高い場合には、焦点位置を上記のように調整することによって、ゴミと圧痕
５２とを精度良く区別することができる。ただし、圧痕５２の大きさに相当するようなゴ
ミが付着している可能性がなければ、上記の点線ｆの位置付近に焦点を合わせて、圧痕５
２が周囲より暗い領域として現れる画像を生成してもよい。
【００６９】
　上記のように、この実施例では、圧痕５２を周囲より明るい画像または周囲より暗い画
像として明瞭にすることができるので、圧痕検査の際には、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色成分で構成
されるカラー画像データから、緑色成分Ｇの輝度値が所定のしきい値より高い画素または
しきい値より低い画素により構成される領域であって、面積が所定の基準値を満たす領域
を、望ましい圧痕（導電性粒子によって各電極間が良好に接続されていることを示すもの
）として検出することにより、電極間の接続状態を正しく判別することが可能になる。
【００７０】
　図８は、上記の検査装置１００が１つのワークＷに対して実行する検査の手順を示す。
　この検査は、メモリ２２に登録されたプログラムおよび各種設定データに基づいて制御
部２１が各種機構を制御することによって、実施されるものである。なお、図中のＳＴは
「ステップ」の略であり、以下の説明でもこれを引用する。また、この例では、撮像装置
の焦点が図７のｆよりも下方の所定位置に合わせられて、圧痕５２が周囲より明るい画像
が生成されるものとする。
【００７１】
　最初のＳＴ１では、搬出入口１０６から挿入されたワークＷをＸＹステージ１１１上に
受け付けて、初期位置にセットする。ただし、この時点では、ワークＷが位置ずれしてい
る可能性があるので、まず、その位置ずれ量を求めて、ずれを修正する処理を実行する（
ＳＴ２）。具体的には、初期位置として、フィデューシャルマーク４１に対向する位置を
設定しておき、いずれか一方の撮像ユニットのカメラ１０により撮像を行う。ついで、画
像中のマーク４１の重心の座標を求め、その座標のあらかじめ登録された基準の座標に対
する位置ずれ量を算出する。さらに、算出された位置ずれ量に基づいて、位置ずれの解消
に必要なＸＹステージ１１１の移動量をＸ，Ｙの軸毎に求め、求められた移動量の分だけ
、ＸＹステージ１１１を移動させる。
【００７２】
　上記の処理によりワークの位置ずれが修正されると、まず撮像ユニット１Ａを駆動対象
に設定して（ＳＴ３）、ＩＣ６０の接続部位に対する検査を開始する。
【００７３】
　この検査では、各検査領域に対し、それぞれＳＴ４～１１のループを実行する。
　ＳＴ４では、撮像ユニット１Ａのカメラ１０の視野内に処理対象の検査領域が含まれる
ように、ワークＷを移動させる。ＳＴ５では、変位センサ１４にガラス基板５０までの距
離を計測させて、その計測値に基づき撮像ユニット１Ａの高さを調整する。ＳＴ６では、
照明部１２，１３の各ＬＥＤを一斉に点灯し、カメラ１０に撮像を行わせる。これにより
検査領域内のカラー画像が生成される（以下、これを「処理対象画像」という。）
【００７４】
　ここで処理中の検査領域で圧痕検査を行う場合には、ＳＴ７，８を実行する。ＳＴ７で
は、処理対象画像から緑色成分Ｇが所定のしきい値を超える画素を抽出し、抽出された画
素を、連結するもの毎にグループ分けする。さらに、各グループの面積を所定のしきい値
と比較し、面積がしきい値を上回るグループを、望ましい状態の圧痕５２として検出する
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。ＳＴ８では、ＳＴ７で検出した圧痕の数を判定用の基準値と比較することにより、その
検出数の適否を判定する。ここで基準値を上回る数の圧痕５２が検出されていれば、良判
定が行われることになる。
【００７５】
　一方、処理中の検査領域で位置ずれ検査を行う場合には、ＳＴ９，１０を実行する。Ｓ
Ｔ９では、ガラス基板５０側のダミー電極５１ｄを表す緑色パターンと、ＩＣ６０側のダ
ミー電極６１ｄを表す赤色パターンとを、それぞれ個別に検出する。ＳＴ１０では、各色
彩パターンにつき、それぞれ所定の代表点（たとえば重心）の座標を求め、これらの座標
間の距離を電極間の位置ずれ量として算出する。さらに算出した位置ずれ量を判定用の基
準値と照合することにより、位置ずれの有無を判定する。
【００７６】
　このように、ＩＣ６０の接続部位につき設定されている検査領域を順に撮像し、生成さ
れた処理対象画像を用いて、それぞれの検査領域に応じた検査を実行する。
　設定されている検査領域に対する処理が全て終了すると、駆動対象の撮像ユニットを１
Ａから１Ｂに切り替える（ＳＴ１３）。そして、ＦＰＣ７０の接続部位を対象に、上記と
同様に、ＳＴ４～１１のループを実行する。
【００７７】
　すべての検査が終了すると（ＳＴ１１，１２が「ＹＥＳ」）、各検査領域における判定
結果を統合して、ワーク全体における良否を判定し、その結果を表示部１０８などに出力
する（ＳＴ１４）。なお、最終の判定結果が「不良」であった場合には、不良と判定され
た検査領域の処理対象画像や計測結果なども表示部１０８に表示される。
　この後は、ワークＷを搬出入口１０６よりワーク支持面１０７に搬出し、処理を終了す
る（ＳＴ１５）。以下も、検査対象のワークＷがあれば、上記の手順が繰り返し実行され
る。
【００７８】
　上記の検査装置１００によれば、圧痕検査の際には、基板側電極５１中の圧痕５２が周
囲より明瞭に現れた画像を用いて、圧痕５２の数および面積が適切であるかどうかを高い
確度で判断することができる。また、位置ずれ検査においては、ガラス基板５０側のダミ
ー電極５１ｄと、ＩＣ６０，ＦＰＣ７０側のダミー電極６１ｄ，７１ｄとが、それぞれ異
なる色彩パターンとして現れた画像を用いて、各電極を容易に検出することができる。よ
って、ダミー電極間の位置ずれ量を正確に算出できるから、位置ずれの有無についても、
高い確度で判断することができる。
【００７９】
　このように、１つの検査装置１００において、圧痕検査、位置ずれ検査の双方を精度良
く行うことができるから、装置の利便性を高められる。また、微分干渉顕微鏡のように光
学系が複雑になることがないので、コストを削減することができる。
【００８０】
　なお、上記実施例では、撮像の際には、常に、第１および第２の照明部１２，１３を点
灯するようにしたが、圧痕検査の対象となる検査領域を撮像する場合には、第１の照明部
１２のみを点灯するようにしてもよい。また、検査対象は液晶パネルに限らず、基板やそ
の面に形成される電極が半透明になるようなワークに対しても、同様の照明やアルゴリズ
ムを用いた検査を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】光学的検査装置の外観を示す斜視図である。
【図２】撮像ユニットの構成を示す説明図である。
【図３】撮像ユニットの内部構成を示す説明図である。
【図４】光学的検査装置の電気構成を示すブロック図である。
【図５】液晶パネルにおける電極の形成例と検査領域の設定例を示す説明図である。
【図６】第１、第２の照明部からの光の反射状態を電極毎に示す説明図である。
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【図７】基板側電極と金電極との接続部位を拡大して、基板側電極における反射の状態を
示した説明図である。
【図８】検査の手順を示すフローチャートである。
【図９】液晶パネルの全体構成を示す正面図である。
【図１０】ガラス基板とＩＣおよびＦＰＣとの接続状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　カメラ
　１１　レンズ部
　１２　第１照明部
　１３　第２照明部
　２０　制御処理装置
　２１　制御部
　２２　メモリ
　２４　上下動制御部
　２５　ステージ制御部
　５０　ガラス基板
　５１　基板側電極
　５２　圧痕
　６０　ＩＣ
　６１，７１　金電極
　７０　ＦＰＣ
　８１　導電性粒子
　Ｗ　ワーク

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月18日(2009.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　この実施例の検査装置１００は、コンピュータによる制御部２１を含む制御処理装置２
０を具備する。この制御処理装置２０には、各撮像ユニット１Ａ，１Ｂに対応するカメラ
１０、照明部１２，１３、変位センサ１４，上下動機構１１２のほか、前出のＸＹステー
ジ１１１、操作部１０８、表示部１０５、および検査結果を外部に出力するための出力部
１１０などが接続される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　この実施例では、第１，第２の照明部１２，１３を同時に点灯して撮像を行うので、基
板側電極５１と金電極６１（または７１）とが接続されている箇所では、図６の（Ａ）～
（Ｄ）に示した４とおりの反射状態が一斉に生じる。しかし、金電極６１で拡散反射して
カメラ１０に導かれる赤色光よりも、基板側電極５１で正反射してカメラ１０に導かれる
緑色光の方が圧倒的に大きいので、これらの電極５１，６１が重ね合わせられている箇所
では、赤色光による金電極６１の像は殆ど現れず、基板側電極５１を緑色が強いパターン
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として表すことができる。よって、圧痕検査では、緑色成分Ｇの強度に基づいて、基板側
電極５１や圧痕を検出することが可能になる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　最初のＳＴ１では、搬出入口１０６から挿入されたワークＷをＸＹステージ１１１上に
受け付けて、初期位置にセットする。ただし、この時点では、ワークＷが位置ずれしてい
る可能性があるので、まず、その位置ずれ量を求めて、ずれを修正する処理を実行する（
ＳＴ２）。具体的には、初期位置として、フィデューシャルマーク４１に対応する位置を
設定しておき、いずれか一方の撮像ユニットのカメラ１０により撮像を行う。ついで、画
像中のマーク４１の重心の座標を求め、その座標のあらかじめ登録された基準の座標に対
する位置ずれ量を算出する。さらに、算出された位置ずれ量に基づいて、位置ずれの解消
に必要なＸＹステージ１１１の移動量をＸ，Ｙの軸毎に求め、求められた移動量の分だけ
、ＸＹステージ１１１を移動させる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】



(18) JP 2009-150835 A 2009.7.9

【図４】
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